
 

 

半导体被称为“工业大脑”，支撑起由 5G 和人工智能（AI）等组

成的数字社会，在经济安全保障上的重要性也日益剧增。各国家地区

围绕着半导体供应网争取市场，其中日本成功引进了台湾积体电路制

造（TSMC）的工厂和研发中心。最近，日美两国政府也就开始共同研

究新一代半导体达成合意。把目光转向技术面，前工程中为打破半导

体细微化等“摩尔定律壁垒”的技术开发十分活跃，后工程中替代半

导体细微化的封装技术开发热火朝天。半导体材料和装置是日本的擅

长领域，许多企业都名列于供应网上，追随半导体技术发展的最新趋

势。 

日本企业的情况各有不同。大型硅晶圆企业信越

化学工业就300毫米晶圆与某大型企业缔结了几乎 100%

的长期协议（LTA），逻辑芯片到 2025年都处于满负荷

生产状态。存储芯片也要求至 2027 年实现超出当前计划的扩产，持

续展现强势姿态。另一方面，测试装置的大型公司爱德万测试有可能

在 2023 年调整面向智能收集等领域的逻辑、存储的部分投资，并公

布了短期内在汽车和高性能计算（HPC）等向阳领域促进增长的销售

战略。 
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